（S8DD_S84Q_S545_S8H8）顾客特殊要求

	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	　
	　
	20181124
	标记 

	　公共部分
	一至八条　
	20210610
	张莉2021-04-02S84Q S8DD S545军品顾客质量要求评审表

	　公共部分四、①⑨
	下单日期、二维码丝印框　
	20210818
	谢寻

	　公共部分四、⑩
	序列号
	20220122
	张莉

	　公共部分二、③
	凹蚀范围
	20220125
	谢寻

	公共部分 九、

预审部分1.
	确认流程

打叉板
	20220310
	巢译元

	预审部分1.
	确认流程
	20220317
	巢译元

	公共部分7.①
	过孔工艺
	20220801
	谢寻

	公共部分二、③
	凹蚀材料的定义
	20230701
	崔爱华

	预审部分2.
	EQ确认人员
	20240523
	EQ回复客户确认吴凯键-JP2024-05-21310013、310840、/ 310869 军品顾客质量要求评审表

	/
	此份客规增加S8H8客户
	20250527
	S8H8增加特殊要求同（S8DD_S84Q_S545特殊要求）任力桓2025-05-22S8H8军品顾客质量要求评审表

	　公共部分四
	删除示例序列中的空格
	20250908
	崔爱华


备注：更新的内容以蓝色字体显示。

公共部分:
一．基本制板要求:

1.板材：

①如果顾客没有特殊要求，板材默认使用高Tg板材；

②除客户指定或客供的板材外，使用FR-4板材,各介质层必须包含2张及以上的半固化片,Core配本结构也需要满足。

2.阻焊颜色：绿色；

3.字符颜色：白色；

4. 标记：制板说明中无要求时，不加FP标记，不加周期标记。

5.单、双面刚性板ERP按QJ201B-2012检验标准，多层刚性板ERP按QJ831B-2011检验标准。若客户另有加工说明，则以加工说明为准。
钻孔:

①最小钻孔≥0.25mm;

②孔铜≥25um;

③＞2层除纯PI和纯PTFE高频结构不做凹蚀工艺，其余板材（含与FR4混压）的订单均可做凹蚀工艺, 最小正凹蚀0.005mm，最大正凹蚀 0.08mm。 

三、报告:

金相切片分析:分为每批抽一块、每十块抽一块、不测三种情况，由销售传递，未提供时，与销售确认。

销售下单需告知产品是正样还是初样,正样产品板厚孔径比≥8:1的，在附连测试板上进行耐热油性测试。

航天器(包括卫星、载人飞船、空间探测器等)正样阶段和运载火箭试样、战术弹上产品：孔径为0.6mm以下或者板厚孔径比大于6:1需孔电阻100%测试；其余产品按孔径为0.4mm以下且板厚孔径比大于6:1需孔电阻100%测试。
注:原则上快捷无正样产品,若有正样由销售在内单模版中传递。
四、二维码和序列号要求(格式相同,序列号在二维码下方):

①格式：印制板图号+版本号+正反面标识号（T/B）+厂家（KJ）+板号唯一码（丝印下单日期8位+流水号7位）；示例： ERP型号是Pr7.826.4267-Ku-1.00（二维码）,则印78264267100TKJ202004050000100；(78264267代表客户型号,100代表版本号,KJ后的数字代表2020年4月5日第100块板)

②针对订单没有版本号的，默认二维码内容中将二维码的版本号忽略。

③大小：6×6 mm、7×7 mm、8×8 mm、9×9 mm、10×10 mm（根据板子布局选择，优先选用大尺寸）；

颜色：二维码为白色。

位置:二维码需印在阻焊上，由客户明确二维码标识的区域，未明确的由我司自行选择空白区域添加，距离板边至少5.5mm;(类似下图”二维码”字样删除,在框框内印二维码)
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客户有要求印二维码时，默认印制板顶底层丝印均加二维码，若有单面不做阻焊，则此面默认不加二维码，若二维码无空间添加则与客户确认;

客户未提供二维码，则无需印二维码。

二维码格式为Data-Martix格式。

客户在丝印层设计的二维码丝印框删除。

若客户不印二维码且无序列号要求时,默认都加序列号,格式:以下单日期+0000001为第一块开始顺延。双面印序列号，需印在阻焊上，若单面不印阻焊,则不印阻焊面不印序列号, 若序列号无空间添加则与客户确认。
五、公差要求:

当制板说明中无要求时，默认按如下公差:

印制板外形尺寸公差：如无特殊要求，公差为±0.15mm。

槽孔尺寸公差：如无特殊要求，公差为±0.10mm。

③   印制板板厚公差见表1。

表1 印制板板厚公差

	板厚（mm）
	公差

	≤1.0
	±0.10 mm

	>1.0
	±10％


对于金手指板,按如上公差以金手指区域为测量点,其它特殊要求的公差可另行确认。

六、线路: 

不允许删除内层孤立焊盘。

七、过孔工艺: 

当过孔工艺塞孔时,需采用树脂塞孔;

树脂塞孔需要做包覆铜，包覆铜和盖覆铜最小厚度要求12μm，最小包覆距离25μm；盲孔无法满足,需与客户确认放宽至5μm,有树脂塞孔时MI流程按宇航级设计；
树脂塞孔后盖覆的凸起最大为50μm，填塞后导通孔的凹陷最大为76μm。

八、翘曲度要求:

下表订单需按翘曲度≤0.5%控制（若印制板版本号升级，也按0.5%控制）

示例: Pr7.826.3244-1.04,其中1.04代表版本号。
	序号
	印制板图号
	平面度控制要求

	1
	Pr7.826.3244-1.04
	≤0.5%

	2
	Pr7.826.2682-1.00
	≤0.5%

	3
	Pr7.826.4216-1.00
	≤0.5%

	4
	Pr7.826.4229-1.01
	≤0.5%

	5
	Pr7.826.5343-1.01
	≤0.5%

	6
	Pr7.826.3159-1.01
	≤0.5%

	7
	Pr7.826.5645-1.00
	≤0.5%

	8
	Pr7.826.5707-1.00
	≤0.5%

	9
	Pr7.826.3218-1.02
	≤0.5%

	10
	Pr7.826.5646-1.00
	≤0.5%

	11
	Pr7.826.3972-1.01
	≤0.5%

	12
	Pr7.826.2854-1.03
	≤0.5%

	13
	Pr7.826.4216-2.00
	≤0.5%

	14
	Pr7.826.5251-1.00
	≤0.5%

	15
	Pr7.826.3886-1.01
	≤0.5%

	16
	Pr7.826.5251-1.00
	≤0.5%

	17
	Pr7.826.4229-1.01
	≤0.5%

	18
	Pr7.826.4854-1.01
	≤0.5%

	19
	Pr7.826.3079-1.02
	≤0.5%

	20
	Pr7.826.4266-1.01
	≤0.5%

	21
	Pr7.826.4717-1.01
	≤0.5%

	22
	Pr7.826.4838-1.02
	≤0.5%

	23
	Pr7.826.4662-1.00
	≤0.5%

	24
	Pr7.826.5883-1.00
	≤0.5%

	25
	Pr7.826.3078-1.04
	≤0.5%

	26
	Pr7.826.4229-1.01
	≤0.5%

	27
	Pr7.826.5104-1.00
	≤0.5%

	28
	Pr7.826.5252-1.00
	≤0.5%

	29
	Pr7.826.3326-1.04
	≤0.5%

	30
	Pr7.826.5528-1.01
	≤0.5%

	31
	Pr7.826.5824-1.00
	≤0.5%

	32
	Pr7.826.5252-1.00
	≤0.5%

	33
	Pr7.826.5823-1.00
	≤0.5%

	34
	Pr7.826.5251-1.00
	≤0.5%


九、出货要求:

当设计拼板交货,全部按照不接受打叉板处理,无需确认,且MI需指示给生产。

预审部分:
1.确认流程:

所有工程问题，先由工程师与客户设计师沟通、确认，收到书面确认记录后下线，流程如下：

       前流程---EQ编写---与设计师确认(微信或邮件均可)---工程EQ备份存档---预审完成

2.确认人员:

所有快捷CAD设计的订单工程问题需与客户确认。

CAM部分:
1.如果此顾客的订单不做任何表面工艺，则在终检备注：孔内不允许有灰尘和毛刺。

